21 02061 -2 v/ AKTIV

Mezalok | AMP Mezalok

Interne TE-Nummer 2102061-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, 1.27
mm [.05 in] Centerline, Gold, Surface Mount - Solder Ball, Signal,
AMP Mezalok

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen > Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder, Stiftleiste und Buchse

PCB-Steckverbindermontagetyp: Buchse fir die Leiterplattenmontage
Montageausrichtung fur Leiterplatte: Vertikal
Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 114

Zeilenanzahl: 6

Alle Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder, Stiftleiste und Buchse (34)

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp

Steckverbindersystem
Abdichtbar

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Konfigurationsmerkmale

Stapelbar

Montageausrichtung fur Leiterplatte
Anzahl von Positionen

Zeilenanzahl

Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration
Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)

Arbeitsspannung
Sonstige Eigenschaften
Primare Produktfarbe

Kontaktmerkmale

. For support call+49 6151 607 1999

Buchse fir die Leiterplattenmontage

Leiterplatte-an-Leiterplatte
Nein

Leiterplatte

Ja
Vertikal
114

6

Parallel

/50 VAC

250 VAC

Naturbelassen
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2102061-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold, Surface Mount - Solder Ball, Signal, AMP Mezalok

Kontaktaufbau

Flachkontaktbreite

Flachkontaktdicke

Kontaktform

Beschichtungsmaterial fir die Oberflache des Steckers

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts

Kontaktmaterial

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts

Kontakttyp

Kontaktnennstrom (max.)

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode fur Leiterplatte

Montage und Anschlusstechnik

Montageausrichtungstyp fir Leiterplatte

Art der Leiterplattenmontage
Gegensteckfihrung

Typ der Gegensteckfihrung

Arretierung fir Leiterplattenmontage

Montageausrichtung der Leiterplatte

Art der Steckverbindermontage
Gehausemerkmale

Steckeingangsposition

Raster

Gehausematerial

Abmessungen

Steckverbinderhohe

Reihenabstand

Stapelhohe

Leiterplattendicke (empfohlen)
Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich

. For support call+49 6151 607 1999

Matrix

A3 mm[.017 in]

A6 mm[.018 in]
Quadratisch

Hell

Nickel
Beryllium-Kupfer
Gold

1.27 um[49.9999 pin]
Stecksockel

1.9A

Oberflachenmontage — Lotkugel

Keine

Lotkugel

Mit
Polarisierflachstecker
Ohne

Ohne

Leiterplattenmontage

Oben
1.27 mm[.05 in]

LCP (Liquid Crystal Polymer,
FlUssigkristallpolymer)

6 mm|[.236 in]
1.27 mm[.05 in]
10 mm[.394 in]

2.36 mm[.093 in]

-55-125 °C[-67 — 257 °F]
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2102061-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold, Surface Mount - Solder Ball, Signal, AMP Mezalok

Betrieb/Anwendung
Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
Stromkreis Anwendung Signal

Industriestandards

Industriestandard VITA 61

UL-Brandschutzklasse Nein
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 450

Verpackungs-Typ Band und Rolle

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023
(233)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JAN
2023 (233)
Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt— Br, Cl, F, | <
9200 ppm im homogen Material. AuBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Reflow-Loten tauglich bis 245 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kdnnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhéange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezliglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SYHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu
/guidance-documents/guidance-on-reach
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2102061-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold, Surface Mount - Solder Ball, Signal, AMP Mezalok

Kompatible Teile

TE Teilenr.: 2102060-2
Mezalok, Pin, 114 p, 50 Au, LF

Auch serienmalBig AMP Mezalok
~

Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
(27)

Kunden kauften auch diese Produkte

@/

TE Teilenr.:2102060-2 TE Teilenr.:2332816-1 TE Teilenr.:E88393-000
Mezalok, Pin, 114 p, 50 Au, LF RA Plug Assy Left End Multigig RT 3 TXR40ACY0-2406Al
Dokumente

Produktzeichnungen
Mezalok, Socket, 114 p, 10 mm, 50 Au, LF

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_2102061-2_K.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_2102061-2_K.3d_igs.zip

Englisch
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2102061-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 114 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold, Surface Mount - Solder Ball, Signal, AMP Mezalok

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_2102061-2_K.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
SOSA Aligned Interconnect Solutions

Englisch
Mezalok Connector Brochure

Englisch

Produktspezifikationen
Produktspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
TE-Materialdeklaration

Englisch
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